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250mA、4V～80V
低ドロップアウト

マイクロパワー・リニア・レギュレータ
特長
■ 広い入力電圧範囲：4V～80V 
■ 低消費電流：40µA 
■ 低ドロップアウト電圧：400mV 
■ 出力電流：250mA 
■ 保護ダイオードが不要
■ 可変出力電圧：1.24V～60V
■ 3.3µFの出力コンデンサで安定動作
■ アルミ電解、タンタルまたはセラミック・コンデンサで
安定動作

■ バッテリ逆接続保護
■ 出力から入力への逆電流なし
■ 熱制限
■ 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと12ピン 

(4mm×3mm) DFNパッケージ 

アプリケーション
■ 低電流高電圧レギュレータ
■ バッテリ駆動システム用レギュレータ
■ テレコム・アプリケーション
■ 車載アプリケーション

概要
LT®3012Bは高電圧マイクロパワーの低ドロップアウト・
リニア・レギュレータです。このデバイスは400mVのドロッ
プアウト電圧で250mAの出力電流を供給できます。バッ
テリ駆動または高電圧システムで使用するように設計さ
れており、消費電流が低いので（動作時40µA）、LT3012Bは
これらの用途に最適です。消費電流はドロップアウト状
態でも十分制御されています。

LT3012Bの他の特長として、非常に小さな出力コンデン
サで動作可能です。このレギュレータはわずか3.3µFを
出力に使えば安定して動作します。従来のほとんどのデ
バイスは安定動作に10µF～100µFが必要です。直列抵抗
（ESR）の必要なしに、小型セラミック・コンデンサを使用
することができます（他のレギュレータでは一般に直列
抵抗が必要です）。内部保護回路として、バッテリ逆接続
保護、電流制限、熱制限および逆電流保護が備わっていま
す。

このデバイスは1.24Vの基準電圧を使った可変出力を備
えています。LT3012Bレギュレータは、熱特性を改善する
ための露出パッド付きの16ピンTSSOPパッケージと12ピ
ンの高さの低い (0.75mm) (4mm×3mm) DFNパッケージで
供給されます。 
、LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。

他のすべての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。

標準的応用例
ドロップアウト電圧
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PARAMETER CONDITIONS  MIN TYP MAX UNITS
Minimum Input Voltage ILOAD = 250mA  ●  4 4.5 V

ADJ Pin Voltage (Notes 2, 3) VIN = 4V, ILOAD = 1mA  1.225 1.24 1.255 V  

  4.5V < VIN < 80V, 1mA < ILOAD < 250mA ● 1.2 1.24 1.28 V 

Line Regulation ΔVIN = 4V to 80V, ILOAD = 1mA (Note 2) ●  0.1 5 mV

Load Regulation  (Note 2) VIN = 4.5V, ∆ILOAD = 1mA to 250mA   7  12 mV  

 VIN = 4.5V, ∆ILOAD = 1mA to 250mA ●   25 mV

TJMAX = 125°C, θJA = 40°C/ W, θJC = 16°C/W
EXPOSED PAD (PIN 13) IS GND
MUST BE SOLDERED TO PCB

DE PART MARKING

LT3012BEDE 3012B

TJMAX = 125°C, θJA = 40°C/ W, θJC = 16°C/W
EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND
MUST BE SOLDERED TO PCB

ORDER PART NUMBER FE PART MARKING

LT3012BEFE 3012BEFE

ORDER PART NUMBER

より広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社へお問い合わせください。

Order Options  Tape and Reel: Add #TR 
Lead Free: Add #PBF    Lead Free Tape and Reel: Add #TRPBF
Lead Free Part Marking: http://www.linear.com/leadfree/
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絶対最大定格　(Note 1)

INピン電圧 .......................................................................±80V 
OUTピン電圧 ....................................................................±60V 
INからOUTの差動電圧 ....................................................±80V 
ADJピン電圧 ......................................................................±7V 
出力短絡時間................................................................無期限

保存温度範囲
　TSSOPパッケージ .......................................-65℃～150℃ 
　DFNパッケージ ............................................-65℃～125℃ 
動作接合部温度範囲 
　(Note 3、9、10) ................................................-40℃～125℃
リード温度 (半田付け、10秒) ........................................300℃

パッケージ/発注情報

電気的特性
●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTJ＝25℃での値。
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PARAMETER CONDITIONS  MIN TYP MAX UNITS
Dropout Voltage ILOAD = 10mA   160 230 mV  
VIN = VOUT(NOMINAL) ILOAD = 10mA ●   300 mV
(Notes 4, 5) ILOAD = 50mA   250 340 mV  
 ILOAD = 50mA ●   420 mV
 ILOAD = 250mA   400 490 mV 
 ILOAD = 250mA ●   620 mV
GND Pin Current ILOAD = 0mA ●  40 100 µA 
VIN = 4.5V ILOAD = 100mA   3  mA 
(Notes 4, 6) ILOAD = 250mA ●  10 18 mA
Output Voltage Noise COUT = 10µF, ILOAD = 250mA, BW = 10Hz to 100kHz   100  µVRMS

ADJ Pin Bias Current  (Note 7)   30 100 nA
Ripple Rejection VIN = 7V(Avg), VRIPPLE = 0.5VP-P, fRIPPLE = 120Hz, ILOAD = 250mA  65 75  dB
Current Limit VIN = 7V, VOUT = 0V   400  mA 
 VIN = 4.5V, ΔVOUT = –0.1V (Note 2) ● 270   mA
Reverse Output Current (Note 8) VOUT = 1.24V, VIN < 1.24V (Note 2)   12 25 µA
 

電気的特性
●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTJ＝25℃での値。

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超すストレスはデバイスに永続的損傷を与える
可能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に
悪影響を与える可能性がある。

Note 2: LT3012BはADJピンがOUTピンに接続されたこれらの条件でテストされ、仕様が規
定されている。

Note 3: 動作条件は最大接合部温度によって制限されている。安定化された出力電圧の仕
様は、入力電圧と出力電流のすべての可能な組合せに対して適用されるわけではない。
最大入力電圧で動作しているときは、出力電流範囲を制限しなければならない。最大出
力電流で動作しているときは、入力電圧範囲を制限しなければならない。

Note 4: 最小入力電圧の条件を満たすため、LT3012Bは4Vの出力電圧で外部抵抗分割器（下
側に249k、上側に549k）を使ったこれらの条件でテストされ、仕様が規定されている。外
部抵抗分割器により5µA DCの負荷が出力に追加される。

Note 5: ドロップアウト電圧は、規定出力電流でレギュレーションを維持するのに必
要な、入力から出力への最小電圧差である。ドロップアウトでは、出力電圧は (VIN -
VDROPOUT) に等しくなる。

Note 6: GNDピンの電流はVIN = 4.5Vで電流源負荷を使ってテストされる。つまり、デバイ
スはドロップアウト領域近くで動作している状態でテストされる。これは、ワースト
ケースのGNDピンの電流である。さらに高い入力電圧では、GNDピンの電流はわずかに減
少する。

Note 7: ADJピンのバイアス電流はADJピンに流れ込む。

Note 8: 逆出力電流は、INピンをグランドに接続し、OUTピンを定格出力電圧に強制した状
態でテストされる。この電流はOUTピンに流れ込み、GNDピンから流れ出す。

Note 9: LT3012BEは、0℃～125℃の動作接合部温度で性能仕様に適合することが保証され
ている。-40℃～125℃の動作接合部温度範囲での仕様は設計、特性評価および統計学的
なプロセス・コントロールとの相関で確認されている。

Note 10: このデバイスには短時間の過負荷状態のあいだデバイスを保護するための過熱
保護機能が備わっている。過熱保護機能がアクティブなとき接合部温度は125℃を超え
る。規定された最高動作接合部温度を超えた動作が継続すると、デバイスの信頼性を損
なうおそれがある。
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ピン機能　（DFNパッケージ/TSSOPパッケージ） 
OUT（ピン2、3）/（ピン3、4）：出力。この出力は電力を負荷に
供給します。発振を防ぐために最低3.3µFの出力コンデ
ンサが必要です。大きな過渡負荷をともなうアプリケー
ションでピーク過渡電圧を制限するには大きな出力コン
デンサが必要です。出力容量と逆出力特性の詳細につい
ては、「アプリケーション情報」のセクションを参照して
ください。

ADJ（ピン4）/（ピン5）：調節。これは誤差アンプの入力で
す。このピンは内部で±7Vにクランプされています。バイ
アス電流は30nAで、ピンに流れ込みます（「標準的性能特
性」の「ADJピンのバイアス電流と温度」を参照）。ADJピ
ンの電圧はグランドを基準にして1.24V、出力電圧の範囲
は1.24V～60Vです。

GND（ピン5、13）/（ピン1、6、8、9、16、17）：グランド。パッ
ケージの露出した底面はGNDの電気的接続箇所です。し
たがって、デバイスの最適動作と熱性能を保証するには、
露出バッドをPCボードのピン5/ピン6に直接接続する必
要があります。

IN（ピン10、11）/（ピン13、14）：入力。 電力はINピンを通し
てデバイスに供給されます。デバイスが主入力フィルタ・
コンデンサから6インチ以上離れている場合はこのピン
にバイパス・コンデンサが必要です。一般に、バッテリの
出力インピーダンスは周波数とともに増加しますので、
バッテリ駆動の回路にはバイパス・コンデンサを接続す
ることを推奨します。1µF～10µFのバイパス・コンデンサ
で十分です。LT3012Bは、グランドとOUTピンに対してIN

ピンに逆電圧が加わっても耐えるように設計されていま
す。逆入力の場合（これはバッテリを逆に差し込むと起き
ます）、LT3012Bはダイオードが入力に直列に接続されて
いるかのように振る舞います。逆電流がLT3012Bに流れ
込むことはなく、逆電圧が負荷に加わることはありませ
ん。デバイスは自己と負荷の両方を保護します。

NC（ピン1、6～9、12）/（ピン2、7、10～12、15）：NC。NCピンは
フロートさせるか、INまたはGNDに接続することができ
ます。
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図1．可変動作
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アプリケーション情報
LT3012Bは250mA、高電圧の低ドロップアウト・レギュ
レータで、消費電流はマイクロパワーです。このデバイ
スは400mVのドロップアウト電圧で250mAを供給でき
ます。動作時消費電流はわずか40µAです。低消費電流に
加えて、LT3012Bはいくつかの保護機能を備えています
ので、バッテリ駆動のシステムに最適です。デバイスは
逆入力電圧と逆出力電圧の両方に対して保護されてい
ます。入力がグランドに引き下げられたときバックアッ
プ・バッテリによって出力を保つことができるバッテリ・
バックアップのアプリケーションでは、LT3012Bは出力
に直列にダイオードが接続されているかのように振る
舞って、逆電流が流れるのを防ぎます。

可変動作
LT3012Bの出力電圧範囲は1.24V～60Vです。出力電圧は、
図1に示されているように、2個の外部抵抗の比によって
設定されます。デバイスは出力をサーボ制御して、グラン
ドを基準にしたADJピンの電圧を1.24Vに保ちます。した
がって、R1の電流は1.24V/R1に等しく、R2の電流はR1の
電流にADJピンのバイアス電流を加えたものです。ADJ

ピンのバイアス電流（25℃で30nA）はR2を通ってADJピ
ンに流れ込みます。出力電圧は図1の式を使って計算する
ことができます。R1の値は250kより小さくして、ADJピン
のバイアス電流によって生じる出力電圧の誤差を小さく
抑えます。

可変デバイスは、（注記がない限り）出力電圧が1.24Vにな
るようにADJピンをOUTピンに接続した状態で、5µAの
DC負荷でテストされ、仕様が規定されています。1.24Vを

超える出力電圧の場合の仕様は望みの出力電圧と1.24V

の比（VOUT/1.24V）に比例します。たとえば、1mAから
250mAへの出力電流の変化に対するロード・レギュレー
ションはVOUT = 1.24Vでは標準で-7mVです。VOUT = 12V

ではロード・レギュレーションは次のとおりです。 

(12V/1.24V) • (–7mV) = –68mV

出力容量と過渡応答
LT3012Bは広い範囲の出力コンデンサで安定するように
設計されています。出力コンデンサのESRが（とくに小さ
なコンデンサの場合）安定性に影響を与えます。発振を防
ぐために、ESRが3Ω以下の最低3.3µFの出力コンデンサを
推奨します。LT3012Bはマイクロパワー・デバイスで、出
力過渡応答は出力コンデンサの関数です。出力容量の値
を大きくすると、負荷電流の大きな変化に対してピーク
変動が減り、過渡応答が改善されます。LT3012Bによって
電流を供給される個々の部品をデカップリングするのに
使われるバイパス・コンデンサにより、出力コンデンサの
実効値が増加します。

セラミック・コンデンサを使用するには特に配慮が必要
です。セラミック・コンデンサは様々な誘電体を使って
製造されており、それぞれ温度や加えられる電圧によっ
て動作が異なります。最も広く使われている誘電体は、
Z5U、Y5V、X5RおよびX7RのEIA温度特性コードによっ
て規定されています。Z5UとY5Vの誘電体は小型のパッ
ケージで高い容量を実現するのに適していますが、図2と
図3に示されているように、電圧係数と温度係数が大きく
なる傾向があります。
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図2．セラミック・コンデンサのDCバイアス特性 図3．セラミック・コンデンサの温度特性
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アプリケーション情報
16V 10µFのY5Vコンデンサは、5Vのレギュレータに使用
すると、加えられたこのDCバイアス電圧と動作温度範囲
ではわずか1µF～2µFの実効値を示す可能性があります。
X5RとX7Rの誘電体を使うともっと特性が安定し、出力
コンデンサとして使うのに適しています。X7Rタイプは
全温度範囲にわたって安定性がすぐれており、X5Rタイ
プは安価で、大きな値のものが入手可能です。X5RやX7R

のコンデンサを使う場合でも注意が必要です。X5Rと
X7Rのコードは動作温度範囲と全温度範囲での最大容量
変化を規定するだけです。X5RやX7RのコンデンサのDC

バイアスによる容量変化はY5VとZ5Uのコンデンサに比
べると小さいですが、それでもコンデンサの容量が適切
なレベルより下に下がってしまうほど変化することがあ
ります。コンデンサのDCバイアス特性は部品のケースの
サイズが大きいほど良くなる傾向がありますが、動作電
圧で期待する容量が保てるか検証すべきです。

電圧係数と温度係数だけが問題なのではありません。セ
ラミック・コンデンサの中には圧電効果を示すものがあ
ります。圧電デバイスは、圧電加速度計やマイクロホン
の動作原理と同様、機械的応力によって端子間に電圧を
発生します。セラミック・コンデンサの場合、システムの
振動や熱的過渡現象によって応力が生じることがありま
す。

電流制限と安全動作領域保護
多くのICパワー・レギュレータと同様、LT3012Bには安全
な動作領域の保護が備わっています。安全動作領域保護
により、入力電圧が増加するにつれて電流リミットが減

少して、パワー・トランジスタが安全動作領域内に保たれ
ます。この保護機能は、デバイスが降伏するまでのすべて
の入力電圧値でいくらかの出力電流を供給するように設
計されています（「標準的性能特性」の「電流制限と入力電
圧」を参照）。

LT3012Bの動作条件は最大接合部温度によって制限され
ます。最大入力電圧で動作しているときは、出力電流範
囲を制限する必要があります。最大出力電流で動作して
いるときは、入力電圧範囲を制限する必要があります。
デバイスの仕様は入力電圧と出力電流のすべての可能
な組み合わせに対して適用されるわけではありません。
LT3012Bを最大接合部温度の定格を超えて動作させる
と、デバイスの寿命が損なわれることがあります。

熱に関する検討事項
デバイスの電力処理能力は最大定格接合部温度（125℃）
によって制限されます。デバイスによって消費される電
力には2つの成分があります。

1. 入力/出力の電圧差と出力電流の積、つまりIOUT • (VIN

-VOUT )、および

2. GNDピンの電流と入力電圧の積、つまりIGND • VIN。 

GNDピンの電流は「標準的性能特性」の「GNDピン電流」
の曲線を調べて求めることができます。電力消費は上記
の2つの成分の和に等しくなります。
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アプリケーション情報
LT3012Bは過負荷状態でデバイスを保護するように設計
された熱制限機能を内蔵しています。通常状態で継続的
に125℃の最大定格接合部温度を超えてはいけません。接
合部から周囲までのすべての熱抵抗源について注意深く
検討することが重要です。近くに実装される他の熱源に
ついても検討する必要があります。

表面実装デバイスの場合、PCボードとその銅トレースの
熱拡散能力を使ってヒートシンクを実現します。パワー・
デバイスの発生する熱を拡散するのに、銅ボード硬化材
とメッキ・スルーホールを使うこともできます。

いくつかの異なったボード寸法と銅面積に対する熱抵抗
を以下の表に示します。すべての測定は、静止空気中で、1
オンス銅の3/32"FR-4ボードでおこないました。

表1．DFNで測定された熱抵抗
  銅面積   熱抵抗
 トップサイド  バックサイド ボード面積 （接合部から周囲）
 2500 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 40°C/W

 1000 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 45°C/W

 225 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 50°C/W

 100 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 62°C/W

表2．TSSOPで測定された熱抵抗
  銅面積   熱抵抗
 トップサイド  バックサイド ボード面積 （接合部から周囲）
 2500 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 40°C/W

 1000 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 45°C/W

 225 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 50°C/W

 100 sq mm  2500 sq mm 2500 sq mm 62°C/W

ダイの裏面の露出パッドで測定した、接合部からケース
までの熱抵抗（θJC）は16℃/Wです。

大きな入力/出力電圧差および最大負荷電流での連続動
作は熱制限により実際的ではありません。高い入力/出
力電圧差での過渡的動作は可能です。表面と裏面の最
大領域を1オンス銅で覆った2500平方ミリメートルの 

3/32"FR-4基板のおよその熱時定数は3秒です。さらに熱
質量を追加すると（つまり、ビア、大型基板、および他の部
品）、この時定数は増加します。

高い過渡電力ピークを伴うアプリケーションでは、パル
スの時間幅がデバイスと基板の熱時定数よりかなり小さ
い限り、接合部の温度計算に平均電力消費を使うことが
できます。

接合部温度の計算
例1：出力電圧が5V、入力電圧範囲が24V～30V、出力電流
範囲が0mA～50mA、最大周囲温度が50℃だとすると、最
大接合部温度はいくらになるでしょうか。

デバイスの消費する電力は次式に等しくなります。 

IOUT(MAX) • (VIN(MAX) – VOUT) + (IGND • VIN(MAX))

ここで、 

IOUT(MAX) = 50mA

VIN(MAX) = 30V

IGND at (IOUT = 50mA, VIN = 30V) = 1mA

したがって、次のようになります。

P = 50mA • (30V – 5V) + (1mA • 30V) = 1.28W

熱抵抗は銅面積にしたがって40℃/W～62℃/Wの範囲に
なります。したがって、周囲温度を超える接合部温度の上
昇はおよそ次のようになります。 

1.31W • 50°C/W = 65.5°C



11

LT3012B

3012bf

アプリケーション情報
したがって、最大接合部温度は、周囲温度を超える接合部
温度の最大上昇分と最大周囲温度の和に等しくなりま
す。つまり、次のようになります。 

TJMAX = 50°C + 65.5°C = 115.5°C

例2：出力電圧が5V、入力電圧が48Vで100msごとに5ms

（最大）のあいだ72Vに上昇し、負荷が5mAで250msごとに
50msのあいだ50mAに上昇する場合、接合部温度は周囲
温度よりどれだけ上昇するでしょうか。 基板の時定数よ
り十分短い500msの周期を使うと、電力消費は以下のよ
うになります。 

P1(48V in, 5mA load) = 5mA • (48V – 5V)  
  + (200µA • 48V) = 0.23W

P2(48V in, 50mA load) = 50mA • (48V – 5V)  
  + (1mA • 48V) = 2.20W

P3(72V in, 5mA load) = 5mA • (72V – 5V)  
  + (200µA • 72V) = 0.35W

P4(72V in, 50mA load) = 50mA • (72V – 5V)  
  + (1mA • 72V) = 3.42W

異なる電力レベルでの動作は次のとおりです。 

P1で76%の動作、P2で19%、P3で4%、
さらにP4で1%です。

PEFF = 76%(0.23W) + 19%(2.20W) + 4%(0.35W) 
 + 1%(3.42W) = 0.64W

40℃/W～62℃/Wの範囲の熱抵抗では、これを周囲温度を
超す接合部温度の上昇分に換算すると26℃～38℃になり
ます。

保護機能
LT3012Bレギュレータはいくつかの保護機能を備えてい
ますので、バッテリ駆動の回路に使用するのに最適です。
電流制限や熱制限など、モノリシック・レギュレータに関
連した通常の保護機能に加えて、このデバイスは逆入力
電圧、さらに出力から入力への逆電圧に対して保護され
ています。

電流制限保護と熱過負荷保護により、デバイスの出力の
電流過負荷状態に対してデバイスを保護することが意図
されています。通常の動作では、接合部温度は125℃を超
えてはいけません。

デバイスの入力は80Vの逆電圧に耐えます。出力に負電
圧は現れません。デバイスは自己と負荷の両方を保護し
ます。これにより、逆方向に差し込まれるおそれのある
バッテリに対して保護されます。

デバイスのADJピンは、デバイスに損傷を与えることな
しに、最大7Vだけグランドより上または下に引っ張る
ことができます。入力が開放状態または接地されている
とき、ADJピンはグランドより下に引き下げられると開
放回路のように振る舞い、グランドより上に引き上げら
れるとダイオードに直列に接続された大きな抵抗（標準
100k）のように振る舞います。入力が電圧ソースによって
給電されているとき、ADJピンをリファレンス電圧より
下に引き下げるとデバイスは電流を制限します。このた
め、出力は安定化されない高い電圧になります。ADJピン
をリファレンス電圧より上に引き上げると、出力電流が
完全にオフします。
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図4．逆出力電流
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アプリケーション情報
出力が高い電圧に引き上げられるとADJピンをその7Vの
クランプ電圧より上に引き上げる抵抗分割器にADJピン
が接続されている状況では、ADJピンの入力電流を5mA

以下に制限する必要があります。たとえば、1.24Vのリ
ファレンスから安定化された1.5Vを供給するために抵抗
分割器が使われていて、出力が60Vに強制されるとしま
す。抵抗分割器の上側の抵抗は、ADJピンが7VのときADJ

ピンに流れこむ電流が5mA以下に制限されるように選択
する必要があります。OUTピンとADJピン間の53Vの電圧
差をADJピンに流れ込む5mAの最大電流で割ると、上側
の抵抗の最小値10.6kが得られます。

バックアップ・バッテリが必要な回路では、いくつかの異
なった入力/出力状態が発生する可能性があります。入力
がグランドに引き下げられるか、どこか中間の電圧に引

き下げられるか、または開放状態に置かれたとき、出力電
圧がそのまま保たれる可能性があります。出力に逆流す
る電流は図4に示されている曲線に従います。7Vより上
で見られる逆出力電流の増加はADJピンの7Vクランプの
ブレークダウンによって生じます。レギュレータの出力
に抵抗分割器を使うと、この電流は抵抗分割器のサイズ
に依存して減少します。

LT3012BのINピンがOUTピンより下に強制されるか、
OUTピンがINピンより上に引き上げられると、入力電
流は標準で2µA以下に減少します。この状態が生じる可
能性があるのは、LT3012Bの入力が放電した（低電圧の）
バッテリに接続され、出力がバックアップ・バッテリまた
は補助レギュレータ回路によって高く保たれている場合
です。
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DE/UEパッケージ
12ピン・プラスチックDFN (4mm×3mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1695 Rev C)

4.00 ±0.10
(2 SIDES)

3.00 ±0.10
(2 SIDES)

NOTE:
1. DRAWING PROPOSED TO BE A VARIATION OF VERSION

(WGED) IN JEDEC PACKAGE OUTLINE M0-229
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE 
    MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION
    ON THE TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
  

0.40 ± 0.10

BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD

1.70 ± 0.05
(2 SIDES)

0.75 ±0.05

R = 0.115
TYP

R = 0.05
TYP

0.25 ± 0.05

3.30 ±0.05
(2 SIDES)

16

127

0.50
BSC

PIN 1 NOTCH
R = 0.20 OR
0.35 × 45°
CHAMFER

PIN 1
TOP MARK

(NOTE 6)

0.200 REF

0.00 – 0.05

(UE12/DE12) DFN 0905 REV C 

0.25 ± 0.05

3.30 ±0.05
(2 SIDES)

RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS

1.70 ±0.05
(2 SIDES)2.20 ±0.05

0.50
BSC

0.70 ±0.05

3.60 ±0.05

PACKAGE OUTLINE

パッケージ寸法

NOTE： 
1. 図はJEDECのパッケージ外形MO-229のバリエーション（WEED）として提案
2. 図は実寸とは異なる
3. すべての寸法はミリメートル
4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない。
 モールドのバリは（もしあれば）各サイドで0.15mmを超えないこと
5. 露出パッドは半田メッキとする
6. 網掛けの部分はパッケージのトップとボトムのピン1の位置の参考に過ぎない

パッケージの外形

推奨する半田パッドのピッチと寸法

ピン1の
トップ・マーキング

（NOTE 6）

ピン1のノッチ
R = 0.20または
0.35×45°の
面取り

露出パッドの底面
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FEパッケージ
16ピン・プラスチックTSSOP（4.4mm）

(Reference LTC DWG # 05-08-1663)

露出パッドのバリエーションBB

FE16 (BB) TSSOP 0204

0.09 – 0.20
(.0035 – .0079)

0° – 8°

0.25
REF

0.50 – 0.75
(.020 – .030)

  4.30 – 4.50*
(.169 – .177)

1 3 4 5 6 7 8

10 9

  4.90 – 5.10*
(.193 – .201)

16 1514 13 12 11

1.10
(.0433)

MAX

0.05 – 0.15
(.002 – .006)

0.65
(.0256)

BSC

2.94
(.116)

0.195 – 0.30
(.0077 – .0118)

TYP

2RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

0.45 ±0.05

0.65 BSC

4.50 ±0.10

6.60 ±0.10

1.05 ±0.10

2.94
(.116)

3.58
(.141)

3.58
(.141)

MILLIMETERS
(INCHES) *DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH 

  SHALL NOT EXCEED 0.150mm (.006") PER SIDE

NOTE:
1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS

2. DIMENSIONS ARE IN

3. DRAWING NOT TO SCALE

SEE NOTE 4

4. RECOMMENDED MINIMUM PCB METAL SIZE
    FOR EXPOSED PAD ATTACHMENT

6.40
(.252)
BSC

パッケージ寸法

推奨半田パッド・レイアウト

NOTE： 
1. 標準寸法：ミリメートル
2. 寸法は
3. 図は実寸とは異なる

ミリメートル
（インチ）

4. 露出パッド接着のための推奨最小PCBメタルサイズ

* 寸法にはモールドのバリを含まない。モールドのバリは
 各サイドで0.150mm（0.006"）を超えないこと

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切負い
ません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまでも参考資
料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。
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関連製品
製品番号 説明 注釈
LT1020 125mA、マイクロパワー・レギュレータおよび VIN：4.5V～36V、VOUT(MIN) = 2.5V、VDO = 0.4V、IQ = 40µA、  
 コンパレータ ISD = 40µA、コンパレータとリファレンス、クラスBの出力、  
  S16とPDIP14パッケージ 
LT1120/LT1120A 125mA、マイクロパワー・レギュレータおよび VIN：4.5V～36V、VOUT(MIN) = 2.5V、VDO = 0.4V、IQ = 40µA、 
 コンパレータ ISD = 10µA、コンパレータとリファレンス、ロジック・シャットダウン、 
  Refは2/4mAをソース/シンク、S8とN8パッケージ 
LT1121/ 150mA、マイクロパワーLDO VIN：4.2V～30/36V、VOUT(MIN) = 3.75V、VDO = 0.42V、IQ = 30µA、 
LT1121HV  ISD = 16µA、逆バッテリ保護、SOT-223、S8、Zの各パッケージ 
 LT1129 700mA、マイクロパワーLDO VIN：4.2V～30V、VOUT(MIN) = 3.75V、VDO = 0.4V、IQ = 50µA、 
  ISD = 16µA、DD、S0T-223、S8、TO220-5、TSSOP20の各パッケージ 
LT1676 60V、440mA (IOUT)、100kHz VIN：7.4V～60V、VOUT(MIN) = 1.24V、IQ = 3.2mA, ISD = 2.5µA、 
 高効率降圧DC/DCコンバータ S8パッケージ 
LT1761 100mA、低ノイズ、マイクロパワーLDO VIN：1.8V～20V、VOUT(MIN) = 1.22V、VDO = 0.3V、IQ = 20µA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 20µVRMS、1µFのセラミック・コンデンサ 
  で安定動作、ThinSOTパッケージ 
LT1762 150mA、低ノイズ、マイクロパワーLDO VIN：1.8V～20V、VOUT(MIN) = 1.22V、VDO = 0.3V、IQ = 25µA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 20µVRMS、MS8パッケージ 
LT1763 500mA、低ノイズ、マイクロパワーLDO VIN：1.8V～20V、VOUT(MIN) = 1.22V、VDO = 0.3V、IQ = 30µA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 20µVRMS、S8パッケージ 
LT1764/LT1764A 3A、低ノイズ、高速過渡応答LDO VIN：2.7V～20V、VOUT(MIN) = 1.21V、VDO = 0.34V、IQ = 1mA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 40µVRMS、"A"バージョンはセラミック・ 
  コンデンサで安定動作、DDとTO220-5パッケージ 
LT1766 60V、1.2A (IOUT)、200kHz VIN：5.5V～60V、VOUT(MIN) = 1.2V、IQ = 2.5mA、ISD = 25µA、  
 高効率降圧DC/DCコンバータ TSSOP16/Eパッケージ 
LT1776 40V、550mA (IOUT)、200kHz VIN：7.4V～40V、VOUT(MIN) = 1.24V、IQ = 3.2mA、ISD = 30µA、N8、 
 高効率降圧DC/DCコンバータ S8パッケージ 
LT1934/LT1934-1 300mA/60mA、(IOUT)、固定オフ時間、 90%の効率、VIN：3.2V～34V、VOUT(MIN)= 1.25V、IQ = 14µA、  
 高効率降圧DC/DCコンバータ ISD = <1µA、ThinSOTパッケージ 
LT1956 60V、1.2A (IOUT)、500kHz VIN：5.5V～60V、VOUT(MIN) = 1.2V、IQ = 2.5mA、ISD = 25µA、  
 高効率降圧DC/DCコンバータ TSSOP16/Eパッケージ 
LT1962 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDO VIN：1.8V～20V、VOUT(MIN) = 1.22V、VDO = 0.27V、IQ = 30µA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 20µVRMS、MS8パッケージ 
LT1963/LT1963A 1.5A、低ノイズ、高速過渡応答LDO VIN：2.1V～20V、VOUT(MIN) = 1.21V、VDO = 0.34V、IQ = 1mA、   
  ISD =<1µA、低ノイズ < 40µVRMS、"A"バージョンはセラミック・ 
  コンデンサで安定動作、DD、TO220-5、S0T-223、S8の各パッケージ 
LT1964 200mA、低ノイズ、マイクロパワー、負電圧LDO VIN：-1.9V～-20V、VOUT(MIN) = -1.21V、VDO = 0.34V、IQ = 30µA、 
  ISD = 3µA、低ノイズ < 30µVRMS、セラミック・コンデンサで安定 
  動作、ThinSOTパッケージ 
LT3010 100mA、3V～80V、低ノイズ、マイクロパワーLDO VIN：3V～8V、VOUT(MIN) = 1.275V、VDO = 0.3V、IQ = 30µA、 
  ISD = <1µA、低ノイズ < 100µVRMS、MS8Eパッケージ 
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